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產 品 名 稱 機械式接點開關(茶軸) 製 訂 單 位 工程部 
產 品 編 號  SKBMFB000DS 填 表 人  

客 戶 名 稱  審 核  

客戶產品編號  核 准  

 
1. 一般事項: 

1.1 適用範圍: 本規範適用於不含鍵帽之單鍵開關(鍵盤開關:機械式接點) 
1.2 使用溫度範圍:-20~+60℃ (常溼常壓條件下) 
1.3 存放溫度範圍:-30~+70℃ (常溼常壓條件下) 
1.4 試驗條件:無特別規定之試驗及測定時，將以下列標準狀態之條件實施。 

常溫 (溫度 5~35℃) 
常溼 (相對溼度 45~85%) 
常壓 (氣壓 860~1060 mbars) 
若判定發生疑義，則依下列條件試驗。 
溫度 20±2℃ 
相對濕度 65±5℃ 

大氣壓力 860~1060 mbars 
2. 外觀、構造、尺寸 
  2.1 外觀: 不得有影響製品機能之缺陷 

2.2 構造及尺寸: 必須與組立圖符合 
2.3 成品圖示(右圖) 

 
3. 動作型式: 空鎖 
 
4. 接點構成: 單極單投式(詳細如組立圖所示) 
 
5. 最大額定: DC 12 V 100 mA 
 
6.性能 

6.1 電氣性能 
項 目 試 驗 條 件 判 定 基 準 
6.1.1 
接觸阻抗 

將兩倍於動作力之靜止荷重加於柄之中央，以

1 KHz 小電流接觸阻抗計測定之。 
1Ω 以下 

6.1.2 
絕緣阻抗 

以 DC 100V 之電壓加於端子相互間及端子與外框

間 1 分鐘測定之。 
50MΩ 以上 

6.1.3 
耐電壓 

以AC 100V (50或60Hz)電壓加於端子相互間及端

子與外框間 1 分鐘測定之。 
不可有絕緣破壞之現象 
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項 目 試 驗 條 件 判 定 基 準 
6.1.4 
接點之瞬間

接觸跳動時

間  

以 3~4 次/秒之在正常使用速度輕輕地敲打柄之中

央，開關在”開”及”閉”之位置均需測定之。 

 

5 msec 以下 

6.1.5 
動作位置 

將開關之操作部置於垂直方向，並適當地操作把

柄，測量 SW 之 ON 以及 OFF 之位置。 

 

完全 OFF領域 O~A:1mm以上 
完全 ON 領域 B~C:1mm 以上 

 
6.2 機械性能 
項 目 試 驗 條 件 判 定 基 準 
6.2.1 
動作力 

將開關之操作部置於垂直方向，並在把柄的中央

逐漸增加荷重，直到柄不動為止，量取施力期間

之最大荷重值。 

依組立圖上規定 

6.2.2 
移動量 

將開關之操作部置於垂直方向，並在把柄的中央

加兩倍於動作力之靜負荷測量柄被壓到不動時之

移動距離。 

3.5±0.5mm 

6.2.3 
動作觸感 

以 3~4 次/秒之正常使用速度輕輕地敲打柄之中

央。 
動作須順暢而無顯著粗澀感 

6.2.4 
止動強度 

將開關之操作部置於垂直方向，並沿操作方向加

5kgf 之靜負荷 60 秒。 
不得有電氣上及機構上之破壞

現象 

6.2.5 
操作部(柄)
之強度 

將開關之操作部置於垂直方向，並在與柄之間操

作方向相反方向，施加拉力，測量其最大抗拉力

量。 

5kgf 

同步檢定器 
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6.2.6 
觸感 

F1: Pre Force30±10 gf 
F2: Peak Force 60±25 gf 
F3: Click Force 10+20/-5 gf  
S1: Peak POS 1.5±0.5mm 
S2: Stroke 3.5±0.5mm 

 
6.3 耐候性能 
項 目 試 驗 條 件 判 定 基 準 
6.3.1 
耐寒特性 

a.-30±2℃放置 96 小時後，除去水滴 

b.放置於常溫常濕中 1 小時後測定之 
同 6.1 項 
同 6.2.1，6.2.2 項 

6.3.2 
耐熱特產 

a. 60±2℃放置 96 小時後 

b. 放置於常溫常濕中 1 小時後測定之 
同上 

6.3.3 
耐濕特性 

a.在 60±2℃相對濕度 90~95%中放置 96 小時後，

除去水滴 

b.放置於常溫常濕中 1 小時後測定之 

接觸阻抗在 1Ω 以下絕緣阻抗

在 10MΩ 以上，同 6.1.3，6.1.4
項 6.2.1，6.2.2 項 

6.3.4 
耐溫度循環

特性 

a.試驗進行 5 次循環後，除去水滴 
b.置於常溫常濕中 1 小時後測定之 

 

同 6.1 項 
同 6.2.1，6.2.2 項 

 
6.4 耐久性能 
項 目 試 驗 條 件 判 定 基 準 
6.4.1 
有負載壽命

特性 

a. DC 5V 5mA (阻抗負載) 
b. 動作速度:3~5 次/秒 
c. 壓下力量:動作力之兩倍 
d. 動作次數:1000×104 次 

接觸阻抗在 5Ω 以下絕緣阻抗

50 MΩ 以上，接點之瞬間跳動

時間 5 msec 以下動作力在初

期值+50%以內-30%以內 
同 6.1.3 項，6.2.2 項 

6.4.2 
耐振動性 

a. 振動數範圍:10~50 Hz 
b. 全振幅:1.5 mm 
c. 掃瞄週期:10-55-10 Hz 約 1 分鐘 
d. 掃瞄振動之變化方式:近似對數或直線 
e. 振動之向:相互垂直之三個方向(含柄移動之方

向) 
f. 試驗時間:各 2 小時(計 6 小時) 

同 6.1 項 
6.2.1 項 
6.2.2 項 
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6.4.3 
耐衝擊性 

a. 加速度 80g 
b. 試驗次數:沿 6 個方向，每方向 3 次，共 18 次 

 

同 6.1 項 
6.2.1 項 
6.2.2 項 

 
6.5 拆封注意事項: (保存條件) 保存的場所應避免陽光直接照射、高溫、高濕及其他不利的周

圍環境。 
項 目 保  存  期  限  及  方  法 
6.5.1 
密封保存期限 

出貨 3 個月內 

 

 使用上應注意事項 

1. 若以自動焊錫機實施焊錫時，必須附帶以下條件 

項目 焊錫條件 

a.預熱溫度 100℃以下(P.C.B 焊錫面周圍之溫度) 

b.預熱時間 45 秒以下 

c.助焊劑泡沫 助焊劑最高與PCB 插入零件之背面保持同樣高度而預備助焊劑則不

可使用於P.C 板插入零件之側及有端子固定之地方 

d.焊錫溫度 255℃以下 

e.焊錫浸漬時間 5 秒以下 

f.容許焊錫次數 過錫爐只允一次，未焊者以人工補焊。 

 

2. 其他注意事項 

a. 在焊錫過程中，不可用溶劑或類似品清洗開關。 

b. 焊錫時請注意防止助焊劑從開關頂部滲入。 

c. 為了避免保管場所的環境引起端子變色，未到使用之前，請勿拆封，KEY SW 的保存期

限出貨後 3個月內。 


